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(54)【発明の名称】 有機ＥＬ表示パネルの製造方法

(57)【要約】
【課題】  工数を低減して、電極の接続部を露出させる
ように封止膜を形成できる有機ＥＬ表示パネルの製造方
法を提供する。
【解決手段】  一枚の基板20から複数の有機ＥＬ表示パ
ネル11を製造する場合、基板20に表示部13を複数個形成
し、その後基板20にポリイミドテープ23を貼り付ける。
ポリイミドテープ23は基板20と対応する大きさに形成さ
れ、表示部13と対応する箇所には孔24がそれぞれ形成さ
れており、表示部13が孔24を介して露出される。ポリイ
ミドテープ23により電極14の接続部14ａとカットライン
21が覆われる。ポリイミドテープ23を貼り付けた状態で
基板20を蒸着装置内に入れ、プラズマＣＶＤにより薄膜
16を形成する。その後紫外線を照射して粘着剤の粘着力
を下げてからポリイミドテープ23を除去し、電極14の接
続部14ａやカットライン21を露出させる。その後カット
ライン21で基板20を切断する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  有機ＥＬ素子を備える表示部と、該表示
部から延びる電極とを基板上に備えた有機ＥＬ表示パネ
ルの前記表示部を封止する封止膜を形成する封止膜形成
工程を備えた有機ＥＬ表示パネルの製造方法であって、
前記封止膜形成工程において前記電極の他の配線との接
続部を少なくともマスクするマスク部材を前記基板上に
配置した状態で前記封止膜を形成し、その後前記マスク
部材を除去する有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項２】  前記基板には有機ＥＬ表示パネルを切出
すためのカットラインが形成され、前記マスク部材によ
り、前記基板のカットラインもマスクされた状態で前記
封止膜が形成される請求項１に記載の有機ＥＬ表示パネ
ルの製造方法。
【請求項３】  前記マスク部材が粘着テープである請求
項１又は請求項２に記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方
法。
【請求項４】  粘着剤の粘着力を下げる処理をした後、
前記マスク部材が除去される請求項１～請求項３のいず
れか一項に記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項５】  前記粘着剤の粘着力を下げる処理は、紫
外線照射である請求項４に記載の有機ＥＬ表示パネルの
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、有機エレクトロル
ミネッセンス（以下、単に有機ＥＬという）表示パネル
の製造方法に係り、詳しくは有機ＥＬ素子を外気から遮
断する封止膜（薄膜）を形成する封止膜形成工程を備え
た有機ＥＬ表示パネルの製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】有機ＥＬ表示パネルの有機ＥＬ素子は、
陽極と陰極との間に有機ＥＬ層が形成されている。有機
ＥＬ材料は酸素、水分との反応性が高いため、外気から
遮断された状態で使用しないと、大気中の酸素や水分に
より化学劣化が生じ、ダークスポット、ダークエリアと
呼ばれる発光しない領域が拡がるという問題がある。有
機ＥＬ層を外気から遮断する方法には、実用化されてい
るものとしてステンレス製やガラス製の封止カバー（封
止缶）を接着剤を介して基板に設けるとともに、封止カ
バー内に吸着剤を収容して封止する構成のものがある。
このものは図５に示すように、ガラス基板５１の表面に
有機ＥＬ素子を備える表示部５２と、表示部５２から外
側に延びる電極５３とが設けられ、その表示部５２を覆
う状態で封止カバー５４が接着剤５５を介してガラス基
板５１に接着されている。封止カバー５４は、その一部
が接着剤５５を介して電極５３の上に載っている。封止
カバー５４内には図示しない吸着剤（乾燥剤）が収容さ
れている。接着剤５５としては熱硬化性樹脂や光硬化性
樹脂がある。このように封止缶で封止される有機ＥＬ表
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示パネルには、例えば特開平５－１０９４８２号公報に
示されるものがある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】この現状の構成では、
カバー本体からの水分や酸素等の侵入はほとんどない
が、接着剤５５の部分から水分等が侵入するため、外部
からの水分や酸素の浸入を完全に防ぐことができず、安
定した長寿命化が図れていない。また、封止構造が厚く
なるという問題がある。
【０００４】また、有機ＥＬ素子の封止方法として窒化
ケイ素や酸化ケイ素等の薄膜で有機ＥＬ素子を封止する
方法も開示されている（例えば、特開２０００－２２３
２６４号公報）。このような薄膜はプラズマＣＶＤ等の
蒸着により形成される。
【０００５】電極の他の配線に接続すべき接続部は薄膜
から露出させる必要がある。電極の接続部を露出させる
には、薄膜の形成時にこの接続部が薄膜で封止されない
ように例えばメタルマスクを蒸着装置内の所定箇所に配
置してマスキングする方法が考えられる。また、基板全
体に薄膜を蒸着し、フォトリソグラフ工程及びエッチン
グ工程によって薄膜を部分的に除去して接続部を露出さ
せる方法も考えられる。
【０００６】ところが、蒸着装置内のメタルマスクと対
応するように基板を蒸着装置内の所定箇所に配置するこ
とが難しいため、メタルマスクは使用できないという問
題がある。また、基板全体に薄膜を蒸着し、フォトリソ
グラフ工程及びエッチング工程によって薄膜を部分的に
除去する方法は工数がかかるという問題がある。
【０００７】本発明は上記の事情に鑑みてなされたもの
であって、その目的は、工数を低減して、電極の接続部
を露出させるように封止膜を形成できる有機ＥＬ表示パ
ネルの製造方法を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに、請求項１に記載の発明では、有機ＥＬ素子を備え
る表示部と、該表示部から延びる電極とを基板上に備え
た有機ＥＬ表示パネルの前記表示部を封止する封止膜を
形成する封止膜形成工程を備えている。そして、前記封
止膜形成工程において前記電極の他の配線との接続部を
少なくともマスクするマスク部材を前記基板上に配置し
た状態で前記封止膜を形成し、その後前記マスク部材を
除去する。
【０００９】この発明では、メタルマスクをする場合と
異なり、マスク部材を基板上に配置しているため、全体
の厚さをマスク部材を設けていない場合と同じ程度の厚
さにできるため取扱いやすく、封止膜の蒸着装置内等に
問題なく入れることができる。また、基板全体に封止膜
を形成して電極の接続部の封止膜を除去する場合に比べ
て工数を低減できる。
【００１０】請求項２に記載の発明では、請求項１に記
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載の発明において、前記基板には有機ＥＬ表示パネルを
切出すためのカットラインが形成され、前記マスク部材
により、前記基板のカットラインもマスクされた状態で
前記封止膜が形成される。例えば封止膜を形成した部分
で基板をカットすると、封止膜にひびが入る虞がある。
しかし、この発明では、マスク部材の配置及び除去によ
ってカットライン上に封止膜がない状態で基板をカット
できるため、封止膜のひび割れを防止できる。
【００１１】請求項３に記載の発明では、請求項１又は
請求項２に記載の発明において、前記マスク部材が粘着
テープである。この発明では、粘着テープは取扱いやす
いため、例えば樹脂を塗布してマスクする場合等と比べ
てマスク部材の取扱いが容易となる。
【００１２】請求項４に記載の発明では、請求項１～請
求項３のいずれか一項に記載の発明において、粘着剤の
粘着力を下げる処理をした後、前記マスク部材が除去さ
れる。例えば粘着力が強すぎると、マスク部材を除去す
る際に電極が基板から剥がれる虞がある。逆に粘着力が
弱すぎると、途中でマスク部材が位置ずれしたり一部が
剥げて電極の接続部を十分にマスキングできない虞があ
る。また、粘着剤が基板や電極の接続部に残る虞がある
ため、粘着力の調整が難しい。しかし、この発明では、
難しい粘着力の調整を行わなくて済むため、粘着力を十
分な強さにしてマスク部材を基板に取り付けることがで
きる。
【００１３】請求項５に記載の発明では、請求項４に記
載の発明において、前記粘着剤の粘着力を下げる処理
は、紫外線照射である。この発明では、簡単に粘着剤の
粘着力を下げることができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】以下、本発明をパッシブマトリッ
クス駆動方式で２分割走査タイプの有機ＥＬ表示パネル
の製造方法に具体化した一実施の形態を図１及び図２に
従って説明する。
【００１５】図１（ｃ）は有機ＥＬ表示パネルの部分模
式断面図を示す。図２はポリイミドテープを貼った状態
を示す模式平面図であり、図１（ａ）は図２のＩＡ－Ｉ
Ａ線部分模式断面図を示し、図１（ｂ）は薄膜を形成し
た状態の部分模式断面図を示す。図１（ａ）～図１
（ｃ）ではわかりやすいように図示するため各部材の厚
さの比は正確ではなく、図２では実際より電極の本数が
少ない。
【００１６】図１（ｃ）に示すように、有機ＥＬ表示パ
ネル１１は、基板としてのガラス基板１２上に、有機Ｅ
Ｌ素子を備える表示部１３と、表示部１３を構成すると
ともに該表示部１３から外側に延びる電極１４，１５
（電極１５は図２に図示）とを備えている。この実施の
形態では、電極１４が陰極（走査電極）で、電極１５が
陽極（データ電極）になっており、電極１４，１５はそ
れぞれ複数の平行なストライプ状に形成されている。有
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機ＥＬ素子は、電極１５（陽極）、発光層としての有機
ＥＬ層、電極１４（陰極）がガラス基板１２上に順に積
層されて形成されている。有機ＥＬ層には例えば公知の
構成のものが使用され、ガラス基板１２側から順に、正
孔注入層、発光層及び電子注入層の３層で構成されてい
る。
【００１７】有機ＥＬ表示パネル１１は２分割走査タイ
プであり、四角形状の表示部１３は、図２中、上半分
と、下半分とを同時に走査できるように形成されてい
る。よって、有機ＥＬ表示パネル１１は、表示部１３を
上から下まで順に走査する場合に比べて、表示部１３全
体を走査するための時間を半分に短縮できる。
【００１８】有機ＥＬ表示パネル１１には、表示部１３
を被覆するように保護膜（封止膜）としての薄膜１６が
形成されている。薄膜１６は水及び酸素等の透過を阻止
する材料で形成されており、この実施の形態ではＳｉＮ

x
（窒化ケイ素）で形成されている。薄膜１６を含めた
表示部１３の厚さは約１μｍ～数μｍ程度である。電極
１４，１５の他の配線に接続される接続部１４ａ，１５
ａは薄膜１６で被覆されておらず露出しており、接続部
１４ａ，１５ａには他の配線としての例えばＦＰＣ（フ
レキシブルプリント基板、図１（ｃ）に二点鎖線で図
示）１７が接続される。
【００１９】次に、上記構成の有機ＥＬ表示パネル１１
の製造方法を説明する。図１（ａ）及び図２に示すよう
に、一枚の基板（ガラス基板）２０から複数の有機ＥＬ
表示パネル１１を製造する場合、基板２０に表示部１３
を複数個形成する。この実施の形態では、４個の表示部
１３が基板２０に形成され、２本のカットライン２１
は、各表示部１３が配置された領域を区画するように基
板２０に形成されている。表示部１３は、基板２０に電
極１５（陽極）、有機ＥＬ層、電極１４（陰極）を順に
積層して形成する。
【００２０】表示部１３を形成した後、基板２０にマス
ク部材である粘着テープとしてのポリイミドテープ２３
を貼り付ける。ポリイミドテープ２３の粘着剤は、紫外
線が照射されると粘着力が下がるように構成されてい
る。ポリイミドテープ２３は基板２０と対応する大きさ
に形成され、各表示部１３と対応する箇所には四角形状
の孔２４がそれぞれ形成されている。孔２４は合計４個
形成されている。ポリイミドテープ２３を貼り付けた状
態では基板２０は孔２４の部分だけが露出し、表示部１
３が孔２４を介して露出される。ポリイミドテープ２３
により電極１４，１５の接続部１４ａ，１５ａが覆われ
る。また、カットライン２１がポリイミドテープ２３に
より覆われる。ポリイミドテープ２３の厚さは数十μｍ
であり、表示部１３の厚さより大幅に厚くなっている。
ポリイミドテープ２３において孔２４を囲む側面２５は
封止すべき部分との境であって、ポリイミドテープ２３
の厚さ方向とほぼ平行に形成されている。
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【００２１】次に、ポリイミドテープ２３を貼り付けた
基板２０を蒸着装置内に入れ、図１（ｂ）に示すよう
に、プラズマＣＶＤにより薄膜１６を形成する。マスク
部材は薄膜形成時の温度よりも耐熱性を有することが必
要であり、薄膜形成時の温度は、熱に弱い有機ＥＬの特
性から１００°Ｃ以下になるように設定される。ポリイ
ミドテープ２３は１００°Ｃより十分大きな耐熱性を有
するため問題がない。薄膜形成時に、ポリイミドテープ
２３の上にも薄膜２６が形成されるが、ポリイミドテー
プ２３の厚さが表示部１３より大幅に厚いため、ポリイ
ミドテープ２３の上の薄膜２６と、表示部１３を覆う薄
膜１６とは分離した状態に形成される。
【００２２】薄膜１６を形成した後、紫外線を照射し
て、ポリイミドテープ２３の粘着剤の粘着力を下げる。
そして、ポリイミドテープ２３を剥ぎ取り、電極１４，
１５の接続部１４ａ，１５ａやカットライン２１を露出
させる。そして、カットライン２１で基板２０を切断
し、図１（ｃ）に示すように有機ＥＬ表示パネル１１の
製造を完了する。
【００２３】この実施の形態によれば、以下のような効
果を有する。
（１）  電極１４，１５の接続部１４ａ，１５ａをマス
クするポリイミドテープ２３を基板２０上に配置した状
態で薄膜１６を形成し、その後ポリイミドテープ２３を
除去している。メタルマスクをする場合と異なり、全体
の厚さをポリイミドテープ２３を設けていない場合と同
じ程度の厚さにできるため取扱いやすく、基板２０を薄
膜１６の蒸着装置内等に問題なく入れることができる。
また、基板全体に薄膜を形成してパターンニングやアッ
シング工程により電極１４，１５の接続部１４ａ，１５
ａと対応する部分の薄膜を除去する場合と異なり、パタ
ーンニングやアッシング工程を不要にして電極１４，１
５の接続部１４ａ，１５ａを露出できるため、工数を低
減できる。
【００２４】（２）  カットライン２１をポリイミドテ
ープ２３で覆った状態で薄膜１６を形成し、ポリイミド
テープ２３を剥いでカットライン２１上に薄膜２６がな
い状態で基板２０をカットしている。例えば薄膜を形成
した部分で基板２０をカットすると、薄膜にひびが入る
虞がある。そして、薄膜の表示部１３を覆う部分と、カ
ットライン２１を覆う部分とが連続している場合、薄膜
のカットライン２１を覆う部分で入ったひびが伝播して
表示部１３を覆う部分にもひびが入る虞がある。しか
し、ポリイミドテープ２３の貼り付け及び除去によって
カットライン２１上に薄膜２６がない状態で基板２０を
カットできるため、薄膜１６のひび割れや剥がれ等を防
止できる。
【００２５】（３）  粘着テープ（ポリイミドテープ２
３）でマスクしている。粘着テープは取扱いやすいた
め、例えば樹脂を塗布してマスクする場合等と比べて取

6
扱いが容易となり、作業工数を少なくできる。
【００２６】（４）  ポリイミドテープ２３の粘着剤
は、粘着力を下げる処理を行えるように構成されてい
る。例えば粘着力が強すぎると、ポリイミドテープ２３
を除去する際に電極１４，１５が基板２０から剥がれる
虞がある。逆に粘着力が弱すぎると、作業の途中でポリ
イミドテープ２３が位置ずれしたり一部が剥げて電極１
４，１５の接続部１４ａ，１５ａを十分にマスキングで
きない虞がある。また、粘着剤が基板や電極１４，１５
の接続部１４ａ，１５ａに残る虞があるため、粘着力の
調整が難しい。しかし、粘着剤が粘着力を下げる処理を
行えるように構成されているため、難しい粘着力の調整
を行わなくて済み、ポリイミドテープ２３の粘着力を十
分な強さにして基板２０に貼り付けることができる。
【００２７】（５）  ポリイミドテープ２３の粘着剤
は、紫外線を照射することで粘着力を下げることができ
るように構成されているため、簡単に粘着力を弱めるこ
とができる。また、自動化によるテープ貼り及びテープ
剥がしを行いやすい。
【００２８】なお、実施の形態は上記実施の形態に限定
されるものではなく、例えば以下のように変更してもよ
い。
○  ポリイミドテープ２３の側面は、封止すべき部分と
の境で、孔２４を囲む側面２５のようにポリイミドテー
プ２３の厚さ方向とほぼ平行に形成されることに限られ
ない。例えば図３に示すように、ポリイミドテープ２３
の側面は、封止すべき部分との境でポリイミドテープ２
３の接着面２３ａより接着面２３ａと反対側の面２３ｂ
の方が張り出すように斜面３１になるように形成しても
よい。この場合、ポリイミドテープ２３の上の薄膜２６
と、表示部１３を覆う薄膜１６とが分離するように薄膜
を形成しやすい。
【００２９】○  ポリイミドテープは、図２に示すよう
に基板２０と同じ大きさに形成されることに限られず、
例えば図４（ａ）に示すように、幅の狭いポリイミドテ
ープ３３を、各表示部１３の辺に沿うように貼って、電
極１４，１５の接続部１４ａ，１５ａのみを覆ってもよ
い。また、ポリイミドテープ３３を、カットライン２１
を覆うように２本を十字状に貼ってもよい。ポリイミド
テープ３３同士が交差したり近接する部分では重ねて貼
り付ける。この場合、必要な部分にだけポリイミドテー
プ３３を貼ることができ、ポリイミドテープ３３を節約
できる。薄膜は、表示部１３を覆う部分以外の関係ない
箇所にも形成されるが、そのままにしておいて構わな
い。
【００３０】○  一枚の基板２０に形成される表示部１
３の数は４個に限られず、表示部１３の大きさや基板２
０の大きさによって適宜変更してもよい。例えば図４
（ｂ）に示すように、表示部３４が大きい場合にはその
１個の表示部３４を一枚の基板２０に形成してもよい。
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7
この場合でも大抵の場合は、基板２０を、その縁部のカ
ットライン３５でカットして基板の大きさを調整する必
要があるため、孔２４を形成した四角枠形状のポリイミ
ドテープ３６を電極１４，１５の接続部１４ａ，１５ａ
及びカットライン３５を覆うように貼り付ける。また、
後でカットしなくて済むように基板２０を予め適切な大
きさに形成すると、カットライン３５がなくなって覆う
必要がなくなるため、電極１４，１５の接続部１４ａ，
１５ａのみを覆うようにポリイミドテープ３３を貼り付
けてもよい。また、四角枠形状のポリイミドテープ３６
を対応する大きさに形成して、カットしなくて済むよう
に予め適切な大きさに形成した基板に貼り付けてもよ
い。
【００３１】○  基板２０にカットライン２１が形成さ
れることに限られず、カットライン２１を形成しなくて
もよい。この場合、基板２０の切断すべきところを覆う
ようにポリイミドテープを基板２０に貼り付け、その後
に薄膜を形成し、そしてポリイミドテープを除去し、基
板２０の切断すべきところに薄膜がない状態で基板２０
を切断する。よって、基板２０にカットライン２１を形
成しない場合でも、薄膜１６のひび割れや剥がれ等を防
止できる。
【００３２】○  カットライン２１をポリイミドテープ
２３で覆わなくてもよいが、覆うと、基板２０のカット
時の薄膜１６のひび割れを防止できるため、カットライ
ン２１をポリイミドテープ２３で覆い、その後に薄膜を
形成するのが好ましい。
【００３３】○  ポリイミドテープ２３の粘着剤は、そ
の粘着力を下げる処理を施せるように構成しなくてもよ
い。この場合、粘着力を調整する必要がある。しかし、
粘着力を下げる処理を施せるように構成しておくと難し
い粘着力の調整を行わなくて済むため、粘着剤は、その
粘着力を下げる処理を施せるように構成するのが好まし
い。
【００３４】○  ポリイミドテープ２３の粘着剤は、紫
外線の照射によってその粘着力が下がるように構成され
ることに限られない。例えば、室温より冷却することに
よって粘着力が下がるように粘着剤を構成してもよい。
【００３５】○  マスク部材としての粘着テープはポリ
イミドテープに限らず、薄膜形成時の温度よりも耐熱性
を有するテープであればよく、例えばアルミテープでも
よい。
【００３６】○  薄膜形成時の温度は１００°Ｃである
ことに限られず、例えば有機ＥＬ材料の耐熱性の進歩等
によってより高い温度にしてもよく、マスク部材はその
温度よりも耐熱性を有するものであればよい。
【００３７】○  マスク部材は粘着テープでなくてもよ
く、例えば樹脂を塗布してマスク部材を形成してもよ
い。
○  薄膜１６は窒化ケイ素で形成することに限らず、水*
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*や酸素等の透過を阻止する材料で形成すればよく、例え
ば酸化ケイ素やダイヤモンド・ライク・カーボン等で形
成してもよい。
【００３８】○  有機ＥＬ表示パネル１１は２分割走査
タイプに形成されることに限られず、表示部１３を上か
ら下まで順に走査するタイプであってもよい。この場
合、例えば電極１５は表示部１３の上辺又は下辺のいず
れか一方から外側に延びるように形成する。
【００３９】○  電極１４，１５の数は少なくてもよ
く、例えば有機ＥＬ素子をバックライトとして使うよう
な場合、電極１４，１５はそれぞれ１本ずつでもよい。
○  基板２０は、ポリイミドテープ２３を剥いだ後にカ
ットされることに限られず、ポリイミドテープ２３を貼
り付けた状態のままで基板２０をカットして、カットの
後にポリイミドテープ２３を剥いでもよい。ポリイミド
テープ２３の厚さが表示部１３より大幅に厚いことによ
り、表示部１３を覆う薄膜１６と、ポリイミドテープ２
３上の薄膜２６とが分離されて形成されているため、カ
ット時に薄膜２６にひびが入ったとしても、表示部１３
を覆う薄膜１６にひびが入ることはない。なお、カット
時にポリイミドテープ２３がクッションのように作用す
ることにより、薄膜２６自体にひびが入りにくい。
【００４０】〇  有機ＥＬ表示パネル１１はカラー表示
パネル、モノクロ表示パネルのいずれであってもよい。
○  陽極と陰極とは、ガラス基板１２上で逆の順に形成
してもよい。
【００４１】〇  パッシブマトリックス駆動方式の有機
ＥＬ表示パネルに限らず、アクティブマトリックス駆動
方式の有機ＥＬ表示パネルに適用してもよい。
○  表示部１３は４角形状であることに限られない。
【００４２】上記各実施の形態から把握できる発明（技
術的思想）について、以下に追記する。
（１）  請求項３に記載の発明において、前記粘着テー
プの側面は、封止すべき部分との境で、接着面側より接
着面と反対側の方が張り出すように斜めに形成されてい
る。
【００４３】
【発明の効果】以上詳述したように請求項１～請求項５
に記載の発明によれば、工数を低減して、電極の接続部
を露出させるように封止膜を形成できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  （ａ）は図２のＩＡ－ＩＡ線部分模式断面
図、（ｂ）は薄膜を形成した状態の部分模式断面図、
（ｃ）は有機ＥＬ表示パネルの部分模式断面図。
【図２】  ポリイミドテープを貼った状態を示す模式平
面図。
【図３】  別例のポリイミドテープを貼った状態を示す
部分模式平面図。
【図４】  （ａ）は他の別例のポリイミドテープを貼っ
た状態を示す模式平面図、（ｂ）は他の別例を示す模式
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平面図。
【図５】  従来の有機ＥＬ表示パネルの模式一部断面
図。
【符号の説明】
１１…有機ＥＬ表示パネル、１２，２０…基板としての*
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*ガラス基板、１３，３４…表示部、１４，１５…電極、
１４ａ，１５ａ…接続部、１６…封止膜としての薄膜、
２１，３５…カットライン、２３，３３，３６…マスク
部材である粘着テープとしてのポリイミドテープ。

【図１】

【図２】 【図３】

【図５】
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摘要(译)

解决的问题：提供一种用于制造有机EL显示面板的方法，该方法能够通
过减少步骤数来形成密封膜从而露出电极的连接部分。 当从一个基板20
制造多个有机EL显示面板11时，在基板20上形成多个显示部分13，然后
将聚酰亚胺带23粘贴到基板20上。 聚酰亚胺带23形成为具有与基板20相
对应的尺寸，在与显示单元13相对应的位置处形成孔24，并且显示单元
13通过孔24露出。 聚酰亚胺带23覆盖电极14的连接部分14a和切割线
21。 将附有聚酰亚胺带23的基板20放置在气相沉积设备中，并且通过等
离子体CVD形成薄膜16。 之后，通过照射紫外线来降低粘合剂的粘合强
度，然后去除聚酰亚胺带23以露出电极14的连接部14a和切割线21。 之
后，沿着切割线21切割基板20。
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